	MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVI FINITURE GOLD FINGERS

	Mod.RiPrFi V1.3 del 19/04/2010

	Cliente:      

	Codice:      

	N° pezzi:      

	Tempo di consegna:       
	 FORMCHECKBOX 
  Consegna urgente 

	Dimensioni del pannello
	Base [mm] :      
	Altezza [mm] :      

	LAVORAZIONI RICHIESTE:

	 FORMCHECKBOX 
 Chimica (ENIG/ENIPIG)

	
	Superfici [dm2] :

(comprensive di sviluppo fori)
	LC =      
	LS =      

	
	I dati precedenti comprendono la cornice(
)?  FORMCHECKBOX 
 Si        FORMCHECKBOX 
 No        FORMCHECKBOX 
 Non applicabile

	
	Spessori richiesti(
) [m]
	Ni =      
	Pd =      
	Au =      

	 FORMCHECKBOX 
 Elettrolitica

	
	Superfici [dm2] :

(comprensive di sviluppo fori)
	LC =     
	LS =     

	
	Spessori richiesti [m]
	Ni =      
	 FORMCHECKBOX 
 minimo garantito
	 FORMCHECKBOX 
 medio

	
	
	Au =      
	 FORMCHECKBOX 
 minimo garantito
	 FORMCHECKBOX 
 medio

	
	Totale o selettiva?
	 FORMCHECKBOX 
 totale
	 FORMCHECKBOX 
 selettiva
	 FORMCHECKBOX 
 mascheratura(
)

	
	Montaggio su Layout Gold Fingers(
)
	 FORMCHECKBOX 
 No       FORMCHECKBOX 
 Si
	Tipo 1
	Tipo 2
	Tipo 3

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Viene allegato PDF del circuito?   FORMCHECKBOX 
 Si      FORMCHECKBOX 
 No

	 FORMCHECKBOX 
 Connettori

	
	Spessori richiesti [m]
	Ni =       
	 FORMCHECKBOX 
 minimo garantito
	 FORMCHECKBOX 
 medio

	
	
	Au =      
	 FORMCHECKBOX 
 minimo garantito
	 FORMCHECKBOX 
 medio

	
	N° di pin per bordo:     
	Dim. pin [mm]:
	Base =      
	Altezza =      

	
	Previsti pins di sfogo:
	 FORMCHECKBOX 
 Si        FORMCHECKBOX 
 No
	N° bordi per pannello
	     

	 FORMCHECKBOX 
 Reports

	
	Report XRF
	 FORMCHECKBOX 


	
	Rapporto di qualità
	 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 
 Lavorazioni extra

	
	Strippaggio
	 FORMCHECKBOX 


	
	Recupero doratura
	 FORMCHECKBOX 
 

	
	Altro (specificare)
	      

	Note:     


	Validità dell’offerta:  15gg.   In caso di ordine, ricordarsi di fare un riferimento (almeno la data) a questa offerta.


� Cornice lasciata libera dal solder nel processo di stampa del solder (se solder steso con macchina di stampa)


� Lavorazioni chimiche standard: ENIG : Ni=3~6 m, Au=0.05~0.07 m ; ENEPIG : Ni=3~6 m , Pd =0,3~0,4 m , Au=0,02~0,03 m


� Se doratura selettiva barrare “mascheratura” se intendete fornire i pezzi già mascherati (es. con dryfilm, con nastro protettivo ecc…)


� Adottare il layout solo per circuiti doppia faccia





